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1. はじめに

　モバイル機器の代表であるスマートフォンは，高機能化
と小型化を同時実現した製品である。この流れはさらに加
速し，ウェアラブル機器へと向かいつつある。このように
機器の小型化が進む一方で，消費電力の増大対策のため，
バッテリーの大型化が進み，実装基板の使用できる容積は
激減している。従来は電子部品の小型化や，高密度実装化
で凌いできたものの，スピードに追いつけない事例も出て
きており，実装エリアを基板表面から基板内部に求めた部
品内蔵基板を指向する流れが強まっている。
　本報では，部品内蔵基板の組立において，既知の工法で
顕在化した課題の対応を報告する一方，これら既知工法の
課題を解決できる新たな工法提案を行う。

2. 部品内蔵基板の方式

　前述した通り，高密度化の手段としてチップの小型化や
IC狭ピッチ化とともに，実装エリアを基板内部に求め，部

品を基板の内層に埋め込む部品内蔵技術の検討が本格的に
進んでいる。
　部品内蔵技術においては，図 1に示すように電子部品の
接続方式によって二分される。ひとつが，表面実装技術を
応用したはんだ接続方式で，内蔵型とキャビティー型であ
る。もう一方は，基板プロセス（Cuめっきプロセス）の応
用によるビア接続方式である。図 1に比較表を示すが，一
長一短あって，現在の時点では用途に合わせて使用されて
いる状況である。

3. 部品内蔵に求められる表面実装技術

　ここでは主にはんだ接続方式の部品内蔵に求められる技
術について説明する。ビア接続方式では搭載工程に関して
薄型チップハンドリングの点では共通技術と考えられる。
3.1	 印刷技術

　部品内蔵における印刷工程は，はんだ接続方式内蔵基板
と，キャビティー基板で適用される。印刷技術自身は枯れ
た技術であるが，改めて基本性能を磨くことで高品質な印
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図 1.　部品内蔵方式の比較


